Butiinlesik Tezli Yiiksek Lisans Programlari, Kontenjanlari ve Basvurabilecek Lisans Boliimleri

Asagidakitablodayer alan lisans programlarina kayitli yedinci veya sekizinci yariyil lisans 6grencileri, Bilimsel
Hazirlik Programi gerektirmeyen ve yine asagidaki tabloda verili olan ilgili Butiinlesik Tezli Yiiksek Lisans
Programlarina (TYLP) bagvurularini yapabilirler. Tablodaki eslesmeler disindaki ylksek lisans programlarina
yapilacak basvurular kabul edilmeyecektir.

Bilimsel Hazirlik Programi Gerektirmeyecek | Biitiinlesik

Sekilde Kabul Verilecek Lisans Boliimleri Tezli Yiiksek Lisans Program (TYLP) Adi Kontenjan

1. Bilgisayar MUhendisligi Bolumau
2. Yazilim Miuhendisligi BolUmU Bilgisayar Muhendisligi TYLP 3
3. Biligsim Sistemleri Muhendisligi Bolumu

1. Bilisim Sistemleri Muhendisligi Bolumu
2. Bilgisayar Muhendisligi Bolimu Bilgi Teknolojileri TYLP 3
3. Yazilim Mihendisligi Bolumu

1. Elektrik-Elektronik Mihendisligi Bolumu
2. Mekatronik Mihendisligi Bolumu

Elektrik-Elektronik Muhendisligi TYLP 3

1. EndUstri Mihendisligi Bolumu
2. Makine Muhendisligi Bolumu Endustri MUhendisligi TYLP 3
3. Insaat Mihendisligi Bolum

1. Insaat Mithendisligi Bélimii insaat Miihendisligi TYLP 3
1. Kimya Mihendisligi Bolumu . .. s .
" - - . ... | KimyaMuhendisligi ve Uygulamali Kimya TYLP 3

2. Metalurji ve Malzeme Muhendisligi Bolumu

1. Makine Muhendisligi Bolumu

2. Otomotiv Muhendisligi Bolumu

3. Enerji Sistemleri Mihendisligi Bolumu Makine Muhendisligi TYLP 3

4. Mekatronik Mihendisligi Bolumu

5. Havacilik ve Uzay Mihendisligi Bolimu
| 1. Matematik Bslumii | Matematik TvLP | s |
[ 1. Mekatronik Miihendisligi Bélimi | Mekatronik Miihendistigi TYLP E
| 1. Metalurji ve Malzeme Miihendisligi Bslumii | Metalurjive Malzeme Mihendistigitvie | 3 |

1. Mimarlik Bolumu

o . Mimarlk TYLP 3
2. l¢ Mimarlik ve Cevre Tasarimi Bolumu

1. Yaziim Muhendisligi Bolumu
2. Bilgisayar Muhendisligi Bolimu Yazilim Muhendisligi TYLP 3
3. Bilisim Sistemleri Muhendisligi Bolumu

Kabul Tarihi: 14 Mayis 2026



